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The card (12) includes an integrated circuit chips for processing signals, which is mounted 
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(12). The support element (18) has the same thickness as the card (12) with the window in the 
card (12) being oversized, the gap (22) between the edge of the support element (18) and the 
surrounding edge of the window bridges by resilient components. 



Pref. the surface of the card (12) is protected on either side by an adhered foil (14, 16), with 
openings aligned with the contact zones (20) for the integrated circuit chip, the support element 
(18) held in position solely via these foils (14, 16). 
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PatentansprQche: 

1. Ausweiskarte mit IC-Baustein zur Verarbeitung 
elektrischer Signale, der auf einem separaten 
Tragerelement befestigt ist und das Element in ein 
Fenster der Auswdskarte eingesetzt ist, d a d u r c h 
gekennzeichnet. daB das Tragerelement (18) 
etwa die Dicke der Ausweiskarte aufweist und der 
IC-Baustdn (30) im Inneren des Tragerelements (18) 
angeordnet ist und daB das dem UmriB des 
Tragerelements (18) ahnliche Fenster der Ausweis- 
karte grdBer ist als das TrSgerelement, so daB da<: 
Tragerelement (18) von einem freien Spalt (22) 
umgeben ist und daB das Trlgerelement (18) durcb 
weitgehend elastische Verbindungselemente in dem 
Fenster gehalten ist 

2. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Vorder- und Riickseite der 
Ausweiskarte mit einer Folie (14, 16) abgedeckt ist, 
die nur im Bereich der Kontaktflachen (20) des 
Tragerelements (18) eine Aussparung (24) aufweist 

3. Ausweiskarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Deckfolien (14, 16) aufge- 
klebt sind und das Tragerelement (18) allein von den • 
Deckfolien (14, 16) in seiner Lage gehalten ist 

4. Ausweiskarte nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Deckfolien (14, 16) mit 
einem Druckblld versehen sind. 

5. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Tragerelement (18) einen 
kastenformigen Aufbau aufweist, in dem sich der 
IC-Baustein (30) befmdet 

6. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet. daB die AnschlOsse des IC-Bau- 
steins (30) im Durchkontaktier-Verfahren mit den 
Kontaktflachen (20) des Tragerelements verbunden 
sind 

7. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der IC-Baustein (30) im Inneren 
des Tragerelements (18) elastisch befestigt ist 

8. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Tragerelement eine groBe- 
re Biegefestigkeit besitzt als das ihn umgebende 
Material der Ausweiskarte. 

9. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Tragerelement (18) rund ist 

10. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafl Tragerelement (18) und Fenster 
der Ausweiskarte (10) Positionierhilfen auf weisen. 

11. Verfahren zur Herstellung einer Ausweiskarte 
nach einem der Anspruche 2 bis 10, gekennzeichnet 
durch folgende Schritte: 

a) Ausstanzen des Fensters aus dem fertigen 
Ausweiskarteninlett, 

b) vorderseitige Deckfolie aufkaschieren und 
Fenster filr Kontaktflachen ausstanzen, 

c) Einsetzen des Tragerelements in das Fenster, 

d) Kaltkaschieren des Ausweiskarteninletts mit 
riickseitiger Deckfolie, 

e) Ausstanzen der Ausweiskarte. 



Die Erfmdung betrifft eine Ausweiskarte mit IC-Bau- 
stein zur Verarbeitung elektrischer Signale, der auf 
einem separaten Tragerelement befestigt ist und das 



Element in ein Fenster der Ausweiskarte eingesetzt ist 

Es ist bereits eine Ausweiskarte mit eingebettetem 
IC-Baustein bekannt Der Baustein ist mit alien 
Zuleitungen und Kontakten auf einer Tragerplatte 

s befestigt, die wiederum in eine Aussparung der ein 
Fenster der Ausweiskarte eingesetzt ist Die Tragerplat- 
te ist mit der Ausweiskarte durch Verkleben bzw. 
VerschweiBen starr verbunden. Die Kontaktflachen 
befinden sich auf der gleichen Seite der Tragerplatte wie 

10 der aufgekiebte IC-Baustein. Der Zugang zu den 
Kontakten ist daher nur flber entsprechende L&cher in 
der Ausweiskarte mdglich. 

Die bekannte Karte zeigt erstmals einen Weg auf, wie 
die empfindlichen IC-Bausteine in Ausweiskarten 

15 eingebettet werden konnen. Der bekannte Kartenauf- 
bau weist jedoch noch so viele Nachteile auf, daB an eine 
praktische Verwendung dieser mit IC-Bauteilen ausge- 
rOsteten Ausweiskarten vorerst nicht zu denken ist Eine 
besondere Schwierigkeit ist die Verbindung des 

20 IC-Bauteils bzw. der Tragerplatte, auf der der IC-Bauteil 
aufgeklebt ist mit dem KartenmateriaL Derartige 
Ausweiskarten werden bekaimtlich durch den taglichen 
Gebrauch starken Biegebelastungen ausgesetzt, die sich 
bei dem bekannten Aufbau direkt auf die Zuleitungen 

25 des IC-Bausteins Obertragen. Durch diese Wechselbean- 
spruchung kann es zu Zuleitungsunterbrechungen und 
Defekten des IC-Bausteins konunen. 

Infolge der unterschiedlichen Biegesteifigkeit der 
Tragerplatte einerseits und der Ausweiskarte anderer- 

30 seits kommt es an den Verbindungsnahtra zu hohen 
Spannungskonzentrationen, die leidit zu einem Aufrei- 
Ben und damit Losen der Tragerplatte von der 
Ausweiskarte fOhrea 
Abgesehen von diesen grundsatzfichen Schwierigkei- 

35 ten weist der bekannte Kartenaufbau noch weitere, 
durch seine spezifische Bauart bedingte Nachteile auf. 
Da die Kontaktflachen nur durch Ldcher in der 
Ausweiskarte selbst zuganglich sind, besteht die 
Notwendigkeit, die Ldcher mit leitendem Material zu 

40 fallen, um eine Verschmutzung der Kontakte zu 
verhindem. Dies erfordert einen zusatzlichen Arbeits- 
gang. Die Tragerplatte mit dem IC-Baustein hat eine 
solche H5he, jedenfalls im eingebauten Zustand, daB sie 
nur in dem Bereich einer genormten Karte angeordnet 

45 werden kann, in dem Prageausbuchtungen erlaubt sind 
Diese Pragebereiche sind nach geltender Norm nur auf 
eine Zeilenbreite beschrankt, der IC-Baustein bendtigt 
aber eine Ausbuchtung, die sich fiber mehrere Zeilen 
erstreckt Es ist daher nicht mdglich, die bekannten 

50 Karten so auszubilden, daB sie der geltenden Norm 
entsprechen. 

Die f fir die Einlagerung der Tragerplatten erforderli- 
chen mehrstufigen Ausbuchtungen mit unterschiedli- 
chen Materialstarken sind bezfiglich ihrer Herstellung 

55 relativ aufwendig, sie lassen sich darQber hinaus nur bei 
Yollplastik-Ausweiskartenanbringen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Ausweiskarte der eingangs bezelchneten Art und ein 
Verfahren zur Herstellung einer derartigen Ausweiskar- 

60 te zu schaffen, bei der die Verbindung zwischen dem 
Tragerelement mit dem IC-Baustein und dem Karten- 
kdrper so gestaltet ist, daB sie audi sehr staiken 
Biegewechselbelastungen standhait 
Erfmdungsgemafi wird die Aufgabe durch die im 

65 Kennzeichen des Hauptanspruchs angegebenen Merk- 
malegel5st 

Bei der Erfindung wird von der Erkenntnis Gebrauch 
gemacht, daB nicht der IC-Baustein selbst, sondem 
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bereits em Zwischenerzeugnis in die Karte eingeiagert 
werden mtiB, das den lOBaustein und s^nitliche 
zugeh6rigen Kontaktelemente aufweist Die Fertigung 
dieses Tragerelements kann bd der dafQr spezialisierten 
Elektronikfirma unter Verwendung hochwertiger Mate- 5 
rialien und entsprechender AnsprQche an die Fertigung 
erfolgen. Das Einbringen der TrSgerelemente in die 
Ausweiskarten dagegen kann unter Verwendung des 
Qblichen Fadiwissens bei dem auf Ausweiskartenher- 
stellung spezialisierten Erzeuger erfolgen. Vorausset- lo 
zuE^ fOr den Erfolg der Erfindung ist die Ausgestaltung 
des TrSgerelements als geschlossene Einheiti in dessen 
Inneren der IC-Baustein gelagert ist und auf dessen 
einer Seite sich die Kontaktflachen befmden. Beim 
Einsetzen der TrSgerelements in ein entsprechend 15 
geformtes Fenster der Ausweiskarte bleibt rings um das 
TrSgerdement ein Zwischenraum, so daB auch bei 
extremer Biegung der Ausweiskarte kein direkter 
korperlicher Kontakt zwischen Ausweiskarte und 
TrSgerelement, etwa durch ein Verkeilen, erfolgen kann. 20 
Das Tragerelement wird in seiner Lage durch elastische 
Verbindungselemente, die den Spalt zwischen Trager- 
element und Ausweiskarte QberbrQcken, f estgehatten. 

GemaB einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung werden die elastischen Verbindungselemente 25 
durch auf Ober- und Unterseite des Karteninletts 
aufkaschierte Deckfolien gebildet Das Tragerelement 
wird dabei lediglich von den Deckfolien, die beispiels- 
weise selbstklebend sein konnen, im Fenster gehalten. 
Eine der Deckfolien muB selbstverstandlich im Bereich 30 
der Kontaktflachen des Tragerelements eine entspre- 
chende Aussparung aufweisen. Die Kontakte sind also, 
ohne einen zusatzlichen Arbeitsgang vorsehen zu 
mussen, frei zuganglich und somit selbstreinigend Da 
die Deckfolien im sogenannten Kaltkasdiierverfahren 35 
aufgebracht werden, wird der IC-Baustein auch 
thermisch nicht belastet 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
stnd Gegenstand von Unteransprudien. 

Durch die schwimmende Lagening des als geschlos- 40 
sene Einheit ausgebildeten Tragerelements in einem 
Fenster der Ausweiskarte erhait die Karte auch unter 
extremen Wechselbelastungen eine sotehe Haltbarkeit, 
daB damit erstmals ihr praktischer Einsatz emidglicht 
wird 45 

Das Verfahren zur Herstellung einer Ausweiskarte 
mit IC-Baustein wird durch die im Kennzeichen des 
Patentanspruches 11 angegebenen MaBnahmen ermog- 
Hcht 

Nachfolgend ist eine Ausfuhrungsform der Erfindung 50 
anhand der Zeichnung beispielsweise beschrieben. 
Darin zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Ausweiskarte mit 
eingesetztem Tragerelement, 

F 1 g. 2 einen Querschnitt durch die Ausweiskarte und 55 
das Tragerelement und 

Fig. 3 einen Querschnitt durch das Tragerelement 
alleui. 

Bei dem gezeigten AusfQhrungsbeispiel ist das 
Fenster, in das das Tragerelement eingesetzt ist, in einer 60 
Ecke der Ausweiskarte auBerhalb der Hauptspannungs- 
achsen angeordnet Eine solche Anordnung hat sich als 
vorteilhaft erwiesen, well sich die Karte m diesem 
Bereich nicht so stark verformt Die Ausweiskarte 10 
besteht wie Qblich aus einem Karteninlett 12, das auf 65 
Ober- und Unterseite mit je einer Deckfolie 14, 16 
kaschiert ist Das Aufbringen der Folic kann im 
sogenannten Kaltkaschierverfahren erfolgen, d h. ohne 



012 

4 

Anwendung von Warme. Das Karteninlett 12 kann 
V Uplastik sein, mdglich ist jedoch auch ein Mehrschtch- 
tenkdrper aus Papier, der simtliche, bei Ausweiskarten 
ubliche Echtheitsmerkmale zusitzlich aufweisen kann. 

In das kreisninde Fenster in der oberen linken Eck 
der Ausweiskarte (Fig.l) ist ein Tragerelement 18 
eingesetzt, das bei dem gezeigten AusfQhrungsbeispiel 
scheibenfdrmig ist Es kann euien Durchmesser von 
15— 20 mm aufweisen. Der Durchmesser des scheiben- 
formigen Tragerelements ist im wesentlichen durch die 
Anzahl der Kontakte bestimmt Mit der Reduzierung 
der Zahl der Kontakte kann somit auch der Durchmes- 
ser verkleinert werden. 

Das Element ist in eine entsprechende, in der 
Ausweiskarte 10 vorgesehene Aussparung eingesetzt, 
deren Durchmesser etwas grdBer als der AuBendurch- 
messer des Tragerelements ist Rings um das Tragerele- 
ment bleibt somit em Rmgspalt 22 stehen, dessen GrdBe 
so bemessen sein muB, daB auch bei einem maximalen 
Verbiegen der Ausweiskarte keine direkte Berflhrung 
der Seitenwande des Karteninletts 12 mit dem 
Tragerelement IS erfolgt 

Das Tragerelement 18 wird in der Aussparung 
lediglich durch die beiden elastischen Deckfolien 14, 16 
gehalten, die selbstklebend sind so daB das Element 18 
unverruckbar in der Aussparung positioniert bleibt 

Die Deckfolie 16 weist im Bereich der AnschluBfla* 
Chen 20 des Tragerelements 18 eine Aussparung 24 auf, 
die einen Zugang zu den Kontakten 20 ermdglicht 
Vorzugsweise sind beide Deckfolien 14, 16 bedruckt 
Besonders im Bereich der Aussparung 24 kann ein 
deckendes Dnickbild 9 vorgesehen sein, um danut die 
Verbindungsstelle zwischen Ausweiskarte und Trager- 
element optisch abzudecken. Die Foiie kann auBerdem 
weitere Sidierheits- oder Funktionsmericmale aufwei- 
sen, wie beispielsweise eine zusatzliche Magnetspur. 

Nachfolgend indrd unter E^ezugnahme auf Fig. 3 das 
Tragerelement nSher beschrieben, es besteht aus einer 
unteren Deckfolie 26^ (fie mit einem Klebstoff 
beschichtet ist und auf die eine Dicken-Ausgleichsfolie 
28 aufgelegt ist Die Dicken-Ausgleichsfolie weist 
Ausstanzungen 34 auf, die groB genug sind, um einen 
IC-Baustein 30 frei aufnehmen zu konnen. Auf der 
Oberseite ist das Tragerelement 18 von einer Leiterfolie 
32 abgedeckt, auf deren Vorderseite sich die Kontaktfla- 
chen 20 und auf deren RCckseite sich die Leiterbahnen 
31 far den IC-Baustein 30 befinden. Die Leiterbahnen 31 
sind mit den Kontaktflachen 20 auf der Vorderseite 
durchkontaktiert 

Die Kontaktflachen 20 haben vorzugsweise die 
gleiche Dicke wie die Dicke der Deckfolie 16, so daB die 
Oberfiache der Kontakte direkt mit der Oberflache der 
Karte fluchtet und die Kontakte durch Reibung sich 
standig selbst reinigen. Die Hdhe bzw. Dicke des 
gesamten Tragerelements entspricht in diesem Fall der 
Dicke der Ausweiskarte abzuglich der Dicke der 
unteren Deckfolie 14. 

Der IC-Baustein 30 wird im Inneren des Tragerele- 
ments 18 von einer elastischen Klebstoffmasse 33, 
beispielsweise einem Tropfen Silikonkleber, fixiert 

Die Deckfolie 26 und die Dicken-Ausgleichsfolie 28 
sind relatlv steif, so daB das Tragerelement 18 insgesamt 
sehr Starr ist und nicht verbogen werden kann. Die 
Kastenbauweise des Elements stabilisiert dieses noch 
zusatzlich. Der im Inneren des Tragerelements auf dem 
elastischen Silik ntr pfen befestigte IC-Baustein 30 ist 
i^Tnit optimal geschOtzt 

Zur Herstellung des Tragerelements 18 wird zunSchst 
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die Leiterf lie 32 beidseitig mit Kupfer beschichtet 
Daraufhin werden auf der Vorderseite der Letterfolie 
die KontaktflSchen 20 und auf der Rfickseite die 
Leiterbduien 31 fur den IC-Baustein ausgeatzL 
Kontaktfldchen und Leiterbahnen werden schlieBlidi im 
Durchk ntaktter-Verfahrenmitetnanderverbunden. 

Auf die Leiterfolie 32 wird anschliefiend eine 
Dicken-Ausgleichsfolie 28« die auch als Selbstklebefolie 
ausgebildet sein kann, in richtig positiomerter Lage 
auflaminiert Zuvor miissen in der Dicken-Ausgleichsfo- 
lie entsprechende Aussparungen34 fOr die IC-Bausteine 
ausgestanzt werden. Die Ausspaningen mussen grdBer 
sein als die IC-Bausteine, damit ^ese frei gelagert 
werden kdnnen. 

Nachdem der IC-Baustein 30 nach bekannten 
Herstellverfahren mit den Leiterbahnenden 31 verbun- 
den worden ist, kaschiert man auf die den Baustein 
aufnehmende Aussparung 34 die Deckf olie 26. 

Dabei wird der Baustein, wie Fig.3 zeigt, mit Hilfe 
einer elastischen Klebstoffma5se33 fbciert 

Fiir die manuelle Einzelfertigung von Ausweiskarten 
wird das TrSgerelement 18 aus dero Folienverband 
ausgestanzt (strichlierte Linien in Fi g. 3), so daB es als 
Einzelelement in das vorgesehene Fenster der Ausweis- 
karte eingesetzt werden kann. Die Ausweiskarte 
besteht in diesem Fertigungsstadium aus dem Kartenin- 
lett 12, auf dem die vorderseitige Deckfolie 16, die die 
Aussparung 24 fur die Kontaktflachen des Tr^gerele- 
ments aufweist, auflaminiert ist 

Zur Positionterung kann die den Kontaktflachen 20 
zugeordnete Aussparung 24 benutzt werdea Die 
Positionierung kann audi durdi eine entsprechende, 
dem Fenster der Karte angepaBte Formgebung des 
Tragerelements durcfa eine Nut-Feder-Verrastung oder 



^nliches erfoigen. Nach dem Einsetzen des Trdgerele- 
ments wird schlieBlich die rflckseitige Deckfolie 
auflaminiert 

Fiir die Serienf ertigung von IC-Ausweiskarten erfolgt 

5 die Positionierung automatiscb, wobei die Tragerele- 
ment^ auf einem Transportband befestigt, gemdnsam 
mit den zu bestuckenden Ausweiskarten taktsynchron 
einer entsprechenden Einrichtung zugefOhrt werdcnx 
In diesem Fall kann die an TrSgerelement und 

10 Ausweiskarte fOr die manuelle Fertigung gegebenen- 
falls vorgesehene Posidonierhilfe entfallen, dh. das 
TrSgerelement kann auch kreisf 6rmig ausgebildet sein. 

Unabhangig von der Art der Fertigung slnd die 
beiden Deckfolien 14 und 16 aus hochelastischem 

1 5 Material im Yergleich zum Material des Tr^gerelements 
18. Beim Biegen der Karte im Bereich des Fensters wird 
die Formgnderungsarbeit zum groBten Teil von den 
elastischen Folien aufgenommen. Das TrSgerelement 
selbst bleibt von der Biegung weitgehend unbeeinfluBt 

20 Wird das Tragerelement gegenOber den Materialien 
der Ausweiskarte sehr starr ausgefOhrt, muB die 
Formanderungsarbeit vollstSnctig von den Deckfolien 
aufgenommen werden. Damit ist eine BeschSdigung des 
Tragerelements ganzlich ausgeschlossen. Es muB aber 

25 im Gegensatz zum erstgenannten Fall, bei dem das 
Tragerelement einen geringen Teil der Formanderungs- 
arbeit aufnimmt, mit einer frOheren ErmOdung des 
Deckfolienmaterials gerechnet werden. 
AbschlieBend sei erwahnt, daB die optlsche Gestal- 

30 tung der Karte durch das eingebettete Tragerelement 
kaum beeinfluBt wird. Die Karte kann also sowohl fQr 
lUe automatische als auch fQr die manuelle Prilfung 
eingesetzt werden. 
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